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Foreword

ass ly technology, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by

The |Sxt of document 91/345/FDIS, future edition 1 of IEC 61192-1, prepared by IEC TC 91, Electronics
C as EN 61192-1 on 2003-03-01.

.
The ing dates were fixed:

— latest date by which the EN has to be implemented
at na r@ evel by publication of an identical

nationa dard or by endorsement (dop) 2003-12-01
— latest date ich the national standards conflicting
with the EN Wavgsto be withdrawn (dow)  2006-03-01
This standard should b d in conjunction with the following parts of EN 61192, under the general title
Workmanship requirem soldered electronic assemblies:

Part 2: Surface-mount asser@
Part 3: Through-hole mount a %Iies
Part 4: Terminal assemblies /'

Annexes designated "normative" a@art of the body of the standard.
In this standard, annex ZA is normativ
Annex ZA has been added by CENELEE€"

End%uent notice

The text of the International Standard IEC 61192&0(}3 was approved by CENELEC as a European
Standard without any modification. /®

In the official version, for Bibliography, the following note e to be added for the standards indicated:
IEC 60068-2-58  NOTE  Harmonized as EN 60068-2-58:1999 (ot modified).
IEC 60326 NOTE  Related but not equivalent to EN 1%& EN 123700:1996 and EN 123800:1996.
IEC 61188-5-1 NOTE  Harmonized as EN 61188-5-1:2002 (not fied).
IEC 61189-2 NOTE  Harmonized as EN 61189-2:1997 (not mod@
IEC 61190-1-2 NOTE  Harmonized as EN 61190-1-2:2002 (not modifi
IEC 61190-1-3 NOTE  Harmonized as EN 61190-1-3:2002 (not modified)’ Q

‘x

ISO 9001 NOTE  Harmonized as EN ISO 9001:2000 (not modified).
ISO 9453 NOTE  Harmonized as EN ISO 29453:1993 (not modified). @

%
0
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Annex ZA
(normative)

)\ Normative references to international publications
. with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publication@ese normative references are cited at the appropriate places in the text and the
publications isted hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any
of these publi&ns apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or
revision. For un@ated references the latest edition of the publication referred to applies (including
amendments).

NOTE  When an internz@ublication has been modified by common modifications, indicated by (mod), the relevant

EN/HD applies. ®

Publication Year ?g EN/HD Year
IEC 60194 -1 ‘ﬁ{ed board design, manufacture and - -

assybﬁy - Terms and definitions

IEC 61188-1-1 -1 Printg\boards and printed board EN 61188-1-1 1997 2)
assembli Design and use
Part 1-1:"@eneric requirements -
Flatness co rations for electronic

assembliew;g
IEC 61188-5-2 -3) Part 5-2: Attach land/joint) - -
considerations - Di escomponents

IEC 61189-3 - Test methods for elec@ aterials, EN 61189-3 1997 ?
interconnection structure%
assemblies

Part 3: Test methods for
interconnection structures (@d
boards)

IEC 61190-1-1 -1 Attachment materials for electroni& > EN 61190-1-1 2002 ?

assembly ®
Ve,

Part 1-1: Requirements for soldering

fluxes for high-quality interconnections @
in electronics assembly /
E

IEC 61191-1 N Printed board assemblies 1-1 1998 2
Part 1: Generic specification -
Requirements for soldered electrical
and electronic assemblies using surface 6
mount and related assembly ‘
technologies

6\
0

1) Undated reference.
2) Valid edition at date of issue.

3) To be published.
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Publication

IEC}191-2

.

IEC -3
IEC 61191-

IEC 61192-2
IEC 61192-3
IEC 61192-4

IEC 61249-8

IEC 61340-5-1

IEC 61340-5-2

IEC 61760-2

ISO 9002

N
"a

2

Series

Title

Part 2: Sectional specification -
Requirements for surface mount
soldered assemblies

Part 3: Sectional specification -
Requirements for through-hole mount
soldered assemblies

Part 4: Sectional specification -
Requirements for terminal soldered
assemblies

Workmanship requirements for soldered
electronic assemblies

QDart 2: Surface-mount assemblies

/%(’9 Through-hole mount assemblies
r

t 4» Terminal assemblies

Mate Is for interconnection structures
Part 8: monal specification set for
non-con ive films and coatings
Electrostalo

Part 5-1: Prot of electronic
devices from el atic phenomena -
General reqwremez,

Part 5-2: Protection of@ ronic
devices from electrostati nomena -
User guide

Surface mounting technolog&

Part 2: Transportation and s

conditions of surface mounting

(SMD) - Application guide

EN 61191-3

EN 61191-4

EN 61192-3
EN 61192-4

EN 61249-8

EN 61340-5-1
+ corr. April

EN 61340-5-2
+ corr. August

EN 61760-2

Quality systems - Model for quality 5 N ISO 9002

assurance in production, installation
and servicing

‘9/

Year
1998 2

1998 2

1998 2

2003 ?
2003 ?

Series

2001 2
2001

2001 2

2001

1998 2

1994 2

<
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Nu otation des publications

Depuj 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont'nupteéretées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devie 1 60034-1.

Editions c&lidées
Les versions ¢ r@ées de certaines publications de la

CEl incorporant endements sont disponibles. Par
exemple, les numénfs diédition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent

respectivement la pUbligétion de base, la publication de
base incorporant I'amen ent 1, et la publication de
base incorporant les a ?nts 1et2.
Informations supplé @ires
sur les publications de |

Le contenu technique des publi Wde la CEI est
constamment revu par la CEl afin qu'ih tefléte I'état
actuel de la technique. Des renseigrx s relatifs a
cette publication, y compris sa vaIid@ont dispo-
nibles dans le Catalogue des publicatidns de la CEl

(voir ci-dessous) en plus des nouvell itions,
amendements et corrigenda. Des informati sur les
sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrgpris
par le comité d’études qui a élaboré cette pu

ainsi que la liste des publications parues,
également disponibles par I'intermédiaire de:

e Site web de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(http://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) vous permet
de faire des recherches en utilisant de nombreux
critéeres, comprenant des recherches textuelles, par
comité d'études ou date de publication. Des
informations en ligne sont également disponibles sur
les nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

e |EC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(http://www.iec.ch/online _news/justpub/jp entry.htm)
est aussi disponible par courrier électronique.
Veuillez prendre contact avec le Service client
(voir ci-dessous) pour plus d’'informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22919 02 11
Fax: +41 2291903 00

®

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

., IEC Web Site (www.iec.ch)

Catalogue of IEC publications

7
®The on-line catalogue on the IEC web site

ttp://www.iec.ch/searchpub/cur_fut.htm) enables
to search by a variety of criteria including text
searches, technical committees and date of
pu tion. On-line information is also available
ently issued publications, withdrawn and

r a@ublications, as well as corrigenda.

. IEC Just ished

This sum f recently issued publications
cjﬂ

(http://www.iecd nline _news/justpub/jp_entry.htm)
is also availab& email. Please contact the

Customer Servi e (see below) for further
information.

. Customer Service (@e
If you have any ns regarding this
publication or need fufther sistance, please

contact the Customer Serviéntre:

Email: custserv@iec.ch }

Tel: +4122 919 02 11
Fax: +4122919 03 00
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

. DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES —

)S EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION

1)

2)

3)

4)

5)

6)

®
Partie 1: Généralités

O AVANT PROPOS

La CEl (Commission Blectrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des &s électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de
favoriser la coopér internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'éleCtr: gue. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.

Leur élaboration est co des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participe' organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, partici également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisati ), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords offici If?ﬁa CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord internatio &eles sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
At

sont représentés dans chaque com tudes.

Les documents produits se présenten s la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniq pports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager I'unification inte ';@s les Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure poO ﬂu les Normes internationales de la CEIl dans leurs normes

nationales et régionales. Toute divergence en norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clai cette derniére.

La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le ma comme indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conf a 'une de ses normes.

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droit alogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

L'attention est attirée sur le fait que certains des élé e la présente Norme internationale peuvent faire
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propri de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61192-1 a été établieu@le Comité d'études 91 de la CEl:

Techniques d'assemblage des composants électroniq

Q

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: O

FDIS Rapport de VM

91/345/FDIS 91/367/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute infor jon sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2. @
Il convient d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes la CEI

électroniques brasés:

61192, sous le titre général Exigences relatives a la qualité d'exécution des &ss flages

Partie 2: Assemblage par montage en surface 0
Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

. FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

)6 WORKMANSHIP REQUIREMENTS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

e
00 Part 1: General
OO FOREWORD

The IEC (Internat@Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electroteginical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operati n all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additiongto other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical ¢ ittees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this prepar ork. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participat is preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) %ordance with conditions determined by agreement between the two
organizations. .

The formal decisions or agreem/ f the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the for commendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense. é

In order to promote international unification,%National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ext ossible in their national and regional standards. Any
divergence between the |IEC Standard and the ﬂonding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. .

The IEC provides no marking procedure to indicate (@roval and cannot be rendered responsible for any

equipment declared to be in conformity with one of its s rds.
Attention is drawn to the possibility that some of the eleme, f this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for i ifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61192-1 has been pre by IEC technical committee 91:

Electronics assembly technology.

Q

The text of this standard is based on the following document@

FDIS Report on vot}y\

91/345/FDIS 91/367/RVD (%"

Full information on the voting for the approval of this standard can b d, in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives,

This standard should be used in conjunction with the following parts of IEC 6119 er the
general title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 2: Surface-mount assemblies L

Part 3: Through-hole mount assemblies 0
Part 4: Terminal assemblies
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

-%onduite;

. rimée;

. @acée par une édition révisée, ou
s a We.



61192-1 O IEC:2003 -1 -

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

. nfirmed;

. drawn;

L ed by a revised edition, or
* am d.
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INTRODUCTION

La pysésente partie de la CElI 61192 couvre les régles générales de qualité d'exécution pour
la ation d'ensembles électroniques brasés permettant de satisfaire aux exigences de la
CEl 91-1 et a celle des normes intermédiaires correspondantes.

*

Les ({ﬁ\ces relatives a |'assemblage par montage en surface, au moyen de trous
traversants et au moyen de bornes sont données dans la CEl 61192-2, la CEI 61192-3 et la
CEIl 61 192& sont des normes séparées mais apparentées.

(@)
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INTRODUCTION

This\part of IEC 61192 covers general workmanship requirements for the manufacture of
s d electronic assemblies that can enable the requirements of IEC 61191-1 and its related

sec}fl standards to be met.
*

The r(./ ments for surface-mount assemblies as well as through-hole mount assemblies and
terminal®assemblies are given in IEC 61192-2, IEC 61192-3 and IEC 61192-4, which are

separate b@rated standards.
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

)\ Partie 1: Généralités
*
&
1 Doma%‘application

La présente p@ e la CEl 61192 spécifie les exigences générales en matiére de qualité
d'exécution des rﬁhges de composants électroniques brasés sur des cartes imprimées et
stratifiées similair xs a la ou aux surfaces de substrats organiques.

La présente norme uvre pas les circuits hybrides dans lesquels la métallisation
conductrice est directe éposée sur un substrat céramique ou sur un substrat métallique a
revétement céramique. €Ell uvre les boftiers multipuces montés sur des substrats

organiques mais les exclut squ'ils sont montés sur des surfaces en substrats inorganiques
tels que céramique ou silicium./

L'objet de cette norme est de:

a) définir des régles et des lignes ;?ire trices en matiére de qualité d'exécution correcte et

bonne pratique de préparation, brasage, d'inspection et d'essai des montages
électroniques et électriques; /K
b) permettre I'obtention de niveaux de re ent et de qualité de produits élevés grace a la

gestion du processus en cours de produ iﬁ .

c) permettre aux fournisseurs et aux utilisate( des montages électroniques de spécifier,
dans le cadre d'un contrat, de bonnes pratiqu@; fabrication.

2 Références normatives 0

Les documents de référence suivants sont indispens@ pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée ss lique. Pour les références non
datées, la derniére édition du document de référence s'a e (y compris les éventuels
amendements). /‘

CEI 60194, Conception, fabrication et assemblage des cartes imprim /T ermes et définitions

CEI 61188-1-1, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — C ion et utilisation —
Partie 1-1: Prescriptions génériques — Considérations concernant la eité d’ensembles
électroniques j

CEI 61188-5-2, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception tilisation —

Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes- soudures — Composants discrets&

CEIl 61189-3, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interc nnﬁxion et
les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion (cartes impri

CEI 61190-1-1, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partim:
Exigences relatives au flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les
assemblages de composants électroniques

1) A publier.
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WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

)\S Part 1: General
1 Scop%object

This part of IE@ 92 specifies general requirements for workmanship in soldered electronic
assemblies on prij boards and on similar laminates attached to the surface(s) of organic
substrates.

This standard does%@me hybrid circuits in which the conductor metallization is deposited
directly on a ceramic s e or onto a ceramic-coated metal substrate. It includes multichip
modules assembled on @ substrates but excludes them when they are assembled on
inorganic substrate surface eggh as ceramic or silicon.

The purpose of this standards is(p
a) to define requirements and @elines for good workmanship and practice in the
preparation, soldering, inspection’and testing of electronic and electrical assemblies;

b) to enable achievement of high yiof@ d high product quality through process control in
production: 7

c) to enable the suppliers and users of e@ nic assemblies to specify good manufacturing
practice as part of a contract. L .

2 Normative references é

The following referenced documents are indispensa the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. F ted references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) a 5

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — s and definitions

IEC 61188-1-1, Printed boards and printed board assemblies — and use — Part 1-1:
Generic requirements — Flatness considerations for electronic asse

IEC 61188-5-2, Printed boards and printed board assemblies — Desigr@use — Part 5-2:
Attachment (land/joint) considerations — Discrete components 1)

IEC 61189-3, Test methods for electrical materials, interconnection structures wssemblies —
Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)

IEC 61190-1-1, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-1: Requ%for
soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly 0

1) To be published.
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CEI 61191-1, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique — Exigences
relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de

m%qe en surface et associées

CEVﬁQl-Z, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Exig )es relatives a I'assemblage par brasage pour montage en surface

CEI 61191-3,. Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences Ives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEI 61191-4, mbles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relat Gél’assemblage de bornes par brasage

CEI 61192-2, Exig relatives & la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 2: Ass age par montage en surface

CEI 61192-3, Exigences ?ives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 3: Assembl ﬁu moyen de trous traversants
*

CEI 61192-4, Exigences relat@é la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 4: Assemblage a

moyen de bornes
CEI 61249-8 (toutes les parties), I\cxfgtér' ux pour les structures d'interconnexion — Partie 8:
Collection de spécifications intermédia@)our les films et revétements non conducteurs

CEI 61340-5-1, Electrostatique — Partie 5-@ tection des dispositifs électroniques contre les
phénomeénes électrostatiques — Prescriptions gg‘érgles

CEI 61340-5-2, Electrostatique — Partie 5-2: Pro@ des dispositifs électroniques contre les
phénomeénes électrostatiques — Guide d'utilisation é

CEI 61760-2, Technique du montage en surface - tie 2: Transport et stockage des
composants pour montage en surface (CMS) — Guide A jcation

ISO 9002, Systemes qualité — Modéle pour l'assurance de I@Iité en production, installation

et prestations associées ®
3 Termes et définitions Q/(

Pour les besoins de la présente partie de la CEl 61192, les défin de la CEIl 60194
s'appliquent ainsi que la définition ci-aprés.

s

conception nouvelle

conception qui n'a pas été précédemment montée par le fabricant @

4 Exigences générales

4.1 Ordre de priorité 0

A moins que l'utilisateur ne spécifie une conformité a I'ensemble des exigences (ou a des
éléments spécifiques) de la présente norme, dans le cadre par exemple d'un contrat de
fourniture, les articles et paragraphes obligatoires et pertinents qui y sont définis peuvent étre
interprétés comme des lignes directrices.
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IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements for
soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly

tec%ologles

1 -2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements for
surf jount soldered assemblies

IEC 61191- i Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements for
‘

through-h dered assemblies
IEC 61191 4 d board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements for
terminal solder emblles

IEC 61192-2, Work ip reqUIrements for soldered electronic assemblies — Part 2: Surface-
mount assemb//es

IEC 61192-3, Workmansho uirements for soldered electronic assemblies — Part 3: Through-
hole mount assemblies ;(

IEC 61192-4, Workmanship reqdifeinents for soldered electronic assemblies — Part 4: Terminal
assemblies

IEC 61249-8 (all parts), Materials f;r interconnection structures — Part 8: Sectional specifi-
cation set for non-conductive films ang @ ings

IEC 61340-5-1, Electrostatics — Part 5-1: @t ction of electronic devices from electrostatic
phenomena — General requirements L .

IEC 61340-5-2, Electrostatics — Part 5-2: Prot of electronic devices from electrostatic
phenomena — User guide

IEC 61760-2, Surface mounting technology — Part 2: Ty ortation and storage conditions of
surface mounting devices (SMD) — Application guide @

ISO 9002, Quality systems — Model for quality assuran@v production, installation and

servicing ®
3 Terms and definitions Q/(

For the purposes of this part of IEC 61192, the definitions in IEC 6019 he following apply.
S,

new design

design that has not previously been assembled by the manufacturer

4 General requirements @:
4.1  Order of precedence (S‘

Unless the user specifies compliance with all of the requirements (or with specific items) in this
standard, for example, as part of a supply contract, the relevant mandatory clauses and
subclauses herein may be interpreted as guidance.





